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E l invento concierne a c r i s ta le s  de s i l i c io  
en forma de p lac a s , de nuevo t ip o ,  y a su preparación 
por colada de una masa fundida da s i l i c io  dentro do un 
molde apropiado, y subsiguientem ente dejando s o l id i ­
f i c a r  en un g rad ien te  de tem peraturas.

Al hacerse cada vez más escasos y caros los 
portadores de energ ía  f ó s i l e s ,  corresponde crec ien te  
im portancia a la  generación de energ ía  por transform a­
ción d ire c ta  de energ ía  so la r  en energ ía  a ló c tr ic a  me­
d ian te  p i la s  so la re s . H ien tras que es te  tip o  de gene­
ración  de energ ía  es hoy d ía  ya la  forma predominante 
en e l  s e c to r  de la  té c n ica  de lo s  s a t é l i t e s ,  h a s ta  alio 
ra  es tén  es tab lec id o s  estrechos l ím ite s  a l a  u t i l i z a ­
ción t e r r e s t r e  por razón d e l elevado p recio  do ta le s  
p i la s  s o la re s . En es te  caso son da máximo in te ré s  la s  
p i la s  de s i l i c i o , en la s  cuales aproximadamente un to r  
oio de lo s  costos son debidos solamente a l  s i l i c io  em­
pleado. Una in ten sa  reducción, por un lado , de lo s  eos 
to s  para e l  m a te ria l semiconductor y, por o tro  lado , 
también de lo s  costos que son debidos a la  transform a­
ción u l t e r io r  para formar la  p i la  s o la r ,  os no obstan­
te  condición p rev ia  para ob tener una p o sib ilid ad  de u t i  
lisa o ió n  com ercial ra c io n a l da la  energ ía co la r .

Los re q u is ito s  que se estab lecen  h a s ta  ahora 
para e l  s i l i c io  empleado en p i la s  so la res  son o x trao r-
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dinariam ente clavados. Por un lado , e l  s i l i c i o  deb3 

s e r  m onocristalino y lo  más p erfec to  que sea p o s ib le , 
es d ec ir  debe e s ta r  l ib re  de defectos puntiform es, d is 
locac iones, formación de m aclas, defectos de apilam ien 

5 to ,  " to rb e llin o s"  o impurezas quím icas. E l grado de 
rendim iento de la s  p i la s  so la re s  fab ricad as a p a r t i r  
de t a l  m a te ria l o sc ila  en tre  10 y 12%, fre n te  a l  22% 
que as teóricam ente p o sib le . Dado que lo s  d iscos de s i  
l ic io  deben se r  cortados asnalmente con s ie r ra s  de d ia 

10 manto a p a r t i r  de b arras  m onocrista linas con l a  cu a li 
f ic ac ió n  a n te r io r ,  se pierdo c a s i l a  m itad do e s ta s  ba 
r ra s  como fieseohos de co rte . Oon e l  f in  de ah o rra r es­
ta s  p érd id as, so pretendo en e l  momento a c tu a l emplear 
como m ate ria l do baso bandas de c i l i c io  m onocrista linas , 

15 t a l  como se obtienen de acuerdo con e l  procedimiento
EDPG ("adge defines film  fed gromth" = crecim iento por 
alim entación de p e líc u la  defin ido  por lo s  bordes") de 
l a  firm a Tyco, esperándose de d ichas p ila s  so la re s  un 
grado de rendim iento de aproximadamente 10%. Desde e l  

20 parto  do v is ta  de los costos s e r la  especialm ente in te  
rosan te e l  s i l i c i o  p o l ic r is ta l in o .  he o b stan te , la s  p i 
l a s  so la re s  a base de s i l i c i o  p o l ic r is ta l in o  sólo po­
dían se r  producidas hasta  ahora con un grado de rend í 
miento de 1% -  carente de in te ré s  desde e l  punto de 

25 v i s ta  económico -  (véase E le c tro n ic s , 4 de A bril de
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1.974, página 109).
Por lo  ta n to , a l  invento so e s tab le c ió  l a  mi 

sión  da p roducir c r i s ta le s  do s i l i c i o  b ara to s con "ha­
b ito "  o aspecto f í s ic o  en lo posib le  en forma do p la­
ca , que sean apropiados como m a te ria l do base para la  
fab ricac ió n  de p i la s  so la ra s .

Se ha encontrado ahora an procedimiento pa-
-ra l a  preparación de c r i s ta le s  de s i l i c io  en forma de 
p lacas con ana determinada o rien tac ió n  de lo s  c r i s t a ­
le s  por colada de ana masa fandida de s i l i c io  dentro 
de an molde apropiado y subsiguientem ente dejando so­
l i d i f i c a r  en an g rad ien te  de tem porataras, e l  caal pro 
cedimiento e s tá  ca rac terizad o  porqae, despaás do haber 

, colado la  masa fandida do s i l i c i o  dentro de an molde 
de colada de configuración adecuada, de la s  dos sapor 
i 'ic ie s  do delim itación  de mayor tamaho, opaestas entro 
s i ,  de la  masa fundida a l  menos ana e s tá  en contacto 
con la  su p e rf ic ie  d e l molde -le colada, teniendo ana s¿  
p e r f lc ie  do contacto  con la  masa fundida ana tem perata 
ra  de como máximo 1.2CC^C, m ientras qao la  su p e rfic ie  
de d e lim itac ión  opuesta do la  masa fundida e s tá  some­
t id a  a ana tem peratura más elevada por lo  menos en an 
v a lo r de 2C0 a 1.0C03C, poro por debajo dol panto do 
fu sió n  d e l s i l i c i o  o, en e l caso de contacto con o tra  
su p e rf ic ie  do l molde de colada, por ^obajo de como má
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ximo 1.2003C.
E l s i l i c i o  empleado en e l  procedimiento de 

acuerdo con e l  invento es fundido en un c r is o l  consis 
te n te ,  por ejemplo, en cuarzo , bajo vacio o bajo gas 
in e r t e , y es colado en e l  molde apropiado para l a  pro 
ducción do cuerpos en forma de p lacas , debiendo se r 
ventajosamente de 1450 a 16002C la  tem peratura de l a  
masa fundida de s i l i c i o ,  a l  e fe c tu a r  la  colada.

Como moldes de colada en tran  en considera­
ción en p rin c ip io  moldes a b ie r to s  y moldes cerrados.
En la  foima de re a liz a c ió n  p ro fe rid a  del procedimien­
to ,  e l  s i l i c io  en estado de masa fundida es colado den 
t ro  de una lin g o te ra  en forma de caldero o cuchara de 
colada a b ie r ta  por a r r ib a , cuya su p e rfic ie  de fondo es 
t á  en contacto  con una de la s  dos su p e rf ic ie s  de d e l i
m itación de mayor tamaño de l a  maca fundida inoorpora 
da p o r'co lad a  y de modo apropiado, por ejemplo con ayu 
da do una p laca m etálica re c o rr id a  por un liqu ido  de 
re f r ig e ra c ió n , es mantenida a una tem peratura de como . 
máximo 1.200SC, pero p referib lem ente en tre  600 y l.OOOac, 
m ientras que sobre la  su p e rf ic ie  l ib ra  de la  masa fun­
dida so hace ac tu a r por ejemplo mediante ca lo r do ra ­
d iac ió n , por ejemplo por aproximación de una p laca  de
T a fite  adecuada cent e- cal:cana-da. una tem peratura que

se encuentra por lo  menos 200 a l.OOOac, preferiblem en
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te  200 a 8009(2, por encima do la  tem peratura de la  su­
p e r f ic ie  de fondo re fr ig e ra d a  del moldo de colada) pe­
ro que e s tá  por debajo del punto do 'fusión d e ls i l i c io .  
S i e l  ca lo r de rad iac ión  es generado por una p laca  do
g ra f i to  adecuadamente calen tada 
favorable c a le n ta r  la  p laca de 
t r a  ventajosamente muy próxima 
f í e l a  l ib re  de la  masa fu n d id a ,

, se La mostrado como 
g r a f i t o , que se cncuon 
por -encima de la  super 

a tem peraturas de apro
Rimadamente 1.4CC a 1.55CO-3.

Con o l f in  do o v ita r  un ] ame de cimiento o mo­
jado, se aconseja además e llo  mantener a  una tempe­
ra tu ra  por debajo do 1 .2CCmO la s  su p e rf ic ie s  la te r a le s
que delim itan  con la  su p e rfic ie  do contacto del moldo 
de colada con una de la s  su p e rf ic ie s  do delim itación  
do mayor ta:maíío de la  masa fundida, m ientras que por 
o tro  lado , en lo  posib le  la  tem peratura debo encontrar
se todav ía  por encima de la  tem peratura de la  s u p e rf i­
c ie  de contacto de mayor tamailo ra fv ig o rad a , con o l f in  
de l im ita r  en lo  posib le  h ac ia  e l  in te r io r  un crocimien 
to  orien tado  d a l c r i s t a l  do s i l i c i o  en s o lid if ic a c ió n  
desde la  su p e rf ic ie  l a t e r a l ,  s i  b ien  de este  modo, en 
e l  oaso de p lacas do mayor ta ian o , son afec tadas Rola 
monto e s trech as  sonas da los bordos. La tem peratura
p re fe r id a  de la s  su p e rf ic ie s  la te r a le s  os por lo  tan ­
to  de desde 1.100^0 h as ta  cerca de 1.20090.

o-.3-75 -  C -



Como m ate ria l para e l  molda da colada se púa 
den escoger por ejemplo n itru .ro  de s i l i c i o ,  cuerpos mol 
doados a base de n itru ro  de s i l i c io  o de g r a f i to ,  some 
tid o s  a preparación con dióxido de s i l i c i o ,  o de modo 
p re fe r ib le  g ra f i to .

O tra v a rian te  del procedimiento co n sis te  en 
u t i l i z a r  un molde de colada que e s tá  en contacto con 
la s  dos su p e rf ic ie s  de delim itación  opuestas de mayor 
tamaño de la  ¡nasa fundida, ventajosamente disponiendo 
vertícálm ente e s ta s  su p e rfic ie s  y colando la  masa fun 
dida de s i l i c i o  en la  re n d ija  que se ha formado de es. 
te  modo. 13n e s ta  forma de e s tru c tu ra c ió n  del molde de 
colada, que es producido tanb ión  p referib lem ente a  ba 
se de g r a f i to ,  la  su p e rfic ie  do contacto más c a lie n te  
del molde de colada con la  masa fundida debo te n e r  tam 
bión-una tem peratura in f e r io r  a 1.20030, con e l  f in  de 
e v i ta r  un humadecimicnto o mojado con la  masa fundida. 
Por consigu ien te , s i  la  tem peratura do e s ta  su p e rfic ie  
da contacto  so mantiene por ejemplo a un v a lo r muy pró 
xino a 1.2C03C, se aconseja -  ya que en caso co n tra rio  
e l  g rad ien te  de tem peraturas en tre  ambas, su p e rf ic ie s  
de oontacto debe s e r ,  de acuerdo-con e l  Invento,de 200 
a 1.00030 -  e n f r ia r  la  o tra  su p e rf ic ie  de contacto  a 
200 h a s ta  1.00030, p referib lem ente a  aproximadamente 
400 h as ta  80030. Para la s  su p e rf ic ie s  l a te r a le s 's i r v e
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en e s te  caso un atemperamicnto correspondiente a l a  re 
gu lación  en e l  caso de moldes ampliamente a b ie r to s .

En p rin c ip io  tambión os posib le  e fec tu a r  a l  
cu ltiv o  con c r i s ta le s  do inocu lac ión , llenándose la  su 
p e r f ic ie  de contacto  re fr ig e ra d a  d e l moldo de colada 
con la  masa fund ida, an tes do e fec tu a r l a  colada de 
l a  masa fundida de s i l i c i o ,  con un delgado c r i s t a l  de 
s i l i c io  en forma de p lacas que lio n a  e s ta  su p e rfic ie  
de contacto  y posee unas e sp ec ificac io n es c r is ta lo g rá  
f ic a s  deseadas. Otra v arian te  ce n s is ta  en añad ir des­
de a r r ib a  nasa fundida de s i l i c i o  de modo discontinuo 
o continuo en moldes de colada a b ie r to s , en lo s  cua­
le s  sólo una de la s  su p e rf ic ie s  de delim itación  de ma 
yor tamaño de la  masa fundida e s tá  en contacto con una 
de la s  su p e rf ic ie s  d e l molde de colada, a sabor l a  su 
p e r f ic ie  re f r ig e ra d a , de manera que la  *;apa de s i l i ­
c io  en cada caso so lid if ic a d a  determino la s  condicio­
nes de crecim iento para l a  masa fundida posteriorm en­
te  colada en lo  que se r e f ie re  a una o rien tac ió n  pre­
fe ren te  c r is ta lo g rá f ic a  y lo s c r i s ta le s  de s i l i c io  en 
forma de p lacas da acuerdo con e l invento crecen en 
la  forma de v a r i l l a s  o b a rra s . La evolución de la s  tem 
p era tu ras  se rogula posteriorm ente de modo constante $ 
en e s te  caso de manera ven ta josa  dentro de lo s  lím i­
te s  de acuerdo con o l in v en to , mediante programadores
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mecánicos o e le c tró n ic o s  apropiados. Por ejemplo s i  se 
somete a la  su p e rfic ie  de la  masa fundida de s i l i c i o  ' 
constantemente añadida de modo p o ste rio r mediante cuer 
pos ra d ia n te s  apropiados, a una tem peratura de aprox i-. 
madamentc 1.400CC, se ten d rá  que re f r ig e ra r  constan te­
mente de modo más in tenso la  su p e rfic ie  de fondo o r i ­
g in a l del molde de*colada durante e l  crecim iento de la  
b arra  de s i l i c i o  con e l  f in  da a ju s ta r  junto a l  fren te  
de s o l id if ic a c ió n , que e n tra  en contacto con masa fun­
dida do s il ic io .p o s te r io rm e n te  co lada , una tem peratura 
que de acuerdo con e l  invento es de 400 h a s ta  como má 
ximo 1.20C3C. E l atemperamiento da la s  su p e rf ic ie s  l a  
to ra le s  d e l molde d eb e .se r regulado de modo adecuado, 
tentándose que a ju s ta r  la s  zonas que se encuentran en 
cada caso en contacto con masa fundida de s i l i c i o  l i ­
quida a una tem peratura p referib lem ente de .1.100 has­
t a  muy cerca de 1.200SC.

- , Con e l  f in  de ob tener segán e l  procedimien­
to  de acuerdo con e l  invento c r i s ta le s  de s i l i c i o  con 
una determinada ad u lte rac ió n , l a  masa fundida de s i l i  
c ió , an tes de e fe c tu a r  l a  colada dentro  d e l molde cola 
d a , .e s  enriquecida con su s tan c ia s  ad u lte ran te s  adecúa 
das, por ejemplo boro, alum inio, g a lio , indio o a rsá -  
n ioo , antimonio o fó sfo ro . S I procedimiento de acuerdo 
con e l invento , d esc rito  para la  preparación de c r i s -

-  9 -  ,



t a l e s  de s i l i c i o  en fomna do p lacas con una determina 
da o rien tac ió n  c r i s t a l in a ,  puede so r  aprovechado, me­
d ian te  acomodación apropiada de lo s  parámetros de tem 
p e ra tu ra , temblón para  l a  preparación  de c r i s ta le s  en 
forma de p lacas adecuados de o tra s  su s tan c ias  somicon 
d u c to res, que tien e n  l a  propiedad de expandirse a l  so 
l id i f lo a r s e  t a le s  como, por ejemplo germanio, arsoniu  
ro de g a lio  o fosfu ro  de g a lio .

Los c r i s ta le s  de s i l i c i o  en forma de placas 
preparados de acuerdo con o l procedimiento del invento 
tien en  una e s tru c tu ra  columnar e s tru c tu rad a  en d irección  
a l  e je  más corto  a baso de regiones de c r i s ta le s  mono- 
c r is ta l in o s  con o rien tac ió n  c r is ta lo g rá f ic a  p referen ­
te  y tie n e n  propiedades sem iconductoras. S i a l a  masa 
fund ida , an tes  de e fec tu a r  l a  colada dentro  d e l moldo 
de colada se añadan su stan c ias  a d u lte ra n te s , ó sta s  se 
d is trib u y en  de manera ex traord inariam ente homogónaa en 
e l  s i l i c io  s in  g rad ien tes  ra d ia le s  n i  a x ia le s .

Para l a  u t i l iz a c ió n  de dichos c r i s ta le s  de 
s i l i c i o  como m a te ria l de base on l a  in d u s tr ia  de los 
sem iconductores, especialm ente para elementos cons­
tru c tiv o s  e le c tró n ic o s , se aliado ventajosamente a l a  
masa fundida una cantidad t a l  da su stan c ia  adu lte ran ­
te  que los c r i s ta le s  de s i l i c i o  lleg an  a te n a r  un con 
ten ido  de 5 x 10***̂  h a s ta  5 x 10*^ átomos do su stan c ia



ad a lte ra n te  por cada centím etro cdbico.
Los c r i s ta le s  de s i l i c i o  en^forma de p lacas 

de acnerdo con e l  invento se d istinguen  por ana eleva 
da duración en se rv ic io  d t i l  de la s  portadoras m inori 
t a r t a s .  Como m ate ria l de base pa 'a p ila s  so la re s  o fre 
cen la  condición p rev ia  para e l  abaratam iento e sen c ia l 
de la s  mismas. Con nn grado de rendim iento sa sccp tib le  
de a lcan zarse , sap e rio r a 10$$, á s to s  son por lo  menos 
eqaivalon tes a l a  mayor parte  do los m ate ria le s  mono- 
c r is ta l in o s  h as ta  ahora empleados, teniendo a l  mismo 
tiempo costos de obtención considerablem ente más ba­
jo s . 11 grado de rendimiento pnede s e r  aumentado aun 
más mediante tra tam ien to  e sp e c ia l de corrosión  super­
f i c i a l ,  ya que por ejemplo regiones c r i s ta l in a s  que ere 
con en la  d irecc ió n  100 s itu a d as  en l a  su p e rf ic ie  son 
atacadas ^or la  corrosión  de manera más in ten sa  que 
o tra s  reg io n es. T a le s .su p e rf io ie s  asperizadas de modo 
enteramente esp ec ifico  tien en  a l  monos parcialm ente 
e l  efecto  de p i la s  negras con absorción de luz  consi­
derablemente am plificada y por e l lo  con un grado de 
rendim iento adicionalm ente acrecentado.

Ejemplo 1
En nn c r is o l  de cuarzo se fundieron 1000 g 

de s i l i c i o  p o l ic r is ta l in o  de elevado grado de pureza,



que estab a  adulterado  con 2 x 10***̂  átonos de boro , se 
ca len ta ron  a 1.50020 y se colaron dentro del molde de 
colada.

E l molde de colada c o n s is tía  en un bloque de 
5 g ra f i to  con forma c i l in d r ic a  de 200 mía de diám etro, des

de e l  cu a l se habían excavado por fresado la  cavidad 
configuradora de 100 x 100 x 70 nía. Faites de e fe c tu a r  
l a  colada dentro do d i de l a  masa fundida de s i l i c i o ,  
e s ta  molde de colada fue calentado mediante un tubo ra  

10 . d ian te  calentado por inducción a base de g r a f i to ,  pe­
ro a l  mismo tiempo e l  fondo del molde fue re frig e rad o  
con una p laca  do cobre re f r ig e ra d a  con agua, de manera 
que l a  su p e rf ic ie  del fendo, es d e c ir  l a  su p e rfic ie  del 
molde de colada que en traba en contacto  con una de la s  

15  ̂ su p e rf ic ie s  de delim itación  de mayor tamaño de la  ma­
sa fund ida, te n ia  una tempo r a te r a  do aproximadamente 
800SC. La su p e rfic ie  l ib re  de la  masa fundida de s i l i  
ció  incorporada por colada fue sometida por e l  contra 
r io  a l a  rad iac ió n  de ca lo r de una placa de g ra f i to  ca 

20 lon tada a 1.5CC2C, que so encontraba aproximadamente
2 cm per encima de la  su p e rfic ie  do la  masa fundida.

En e s ta s  condicionas tórm icas se s o l id if ic ó  
la  masa fundida de s i l i c i o  s in  mojar n i  humedecer a l  
molde de g r a f i to ,  para formar t.ua p laca , que -  con e l  

25 f in  de no in d u c ir ninguna ten sió n  tórm ica -  fue cn-
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.tr ia d a  lentamente a la  tem peratura ambiente en e l  tra n s  
curso da v a ria s  horas. ,

E l c r i s t a l  de s i l i c io  en ferina de p lacas pro 
ducido do ':a l modo te n ia  ana e s tra c ta ra  colamnsra base 
de roblonas do c r i s ta le s  moa o c r is ta l in o s , e s tru c tu rad a  
perpendicularm ento a la  su p e rf ic ie  de mayor tamaño, es 
d ec ir  en d irecc ió n  a l  e je  más co rto .

Para la  producción do p i la s  so la re s  se cor­
ta ro n  a p a r t i r  de a s ta  p lac a , con la s  s ie r r a s  de d ia­
mante usuales en la  tó cn ica  do lo s  sem iconductores, dis 
eos de apronia.adament3 500 do espesor. Los discos 
'obtenidos ten ían  ana e s tra c ta ra  oclumnar o rien tad a  por 
pondicalarmonte a l a  su p e rfic ie  do l*disco , a base de 
regiones de c r i s ta le s  m onocristalinos. Las p i la s  so la ­
ra s  producidas a p a r t i r  de e s to s  d isc o s , según proce­
dim ientos conocidos, ten ía n  un grado de rendim iento de 
10 a 11,.'.

B ríemelo 2

En un c r is o l  de cuarzo se fundióron 20 g de 
s i l i c io  p o l ic r is ta l in o  con elevado grade de pureza, 
que estaba  adulterado con 2 x 1 0 ^  átomos do boro, se 
ca len taron  a 1.550^0 y se colaron dentro d e l molde de 
colada.

E l molde de co lad ' c o n s is t ía  on un bloque do 
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g ra f i to  con una sección tra n s v e rs a l  de 150 x 150 mm 
una a l tu r a  de 200 mn. E l "bloque de g ra f i to  fue co rta ­
do por e l  cen tro , a lo  largo de su e je  lo n g itu d in a l, 
en dos p a r te s , conteniendo una p arte  una porción exea 
vada por fresado  con fcr.ua de re n d ija  con la  forma ge o 
m étrica del disco de c i l i c io  a moldear por colada. Las 
dos p a r te s  fueron a to rn il la d a s  nuevamente en tre  s i  KM 
dian te  to r n i l lo s  de g r a f i to ,  do n m era  que la  su p o rfi 
oi-a l i s a  de la  segunda parte  de g ra f i to  cerró la  por­
ción excavaba por fresado con forma de rend ija . Junto 
a l  extremo su p e rio r , la  re n d ija  es tab a  ensanchada pa­
ra  formar un o r i f ic io  de In troducción por colada con 
forma de embudo.

Las dos p a rte s  -*ol molde do colada fueron 
mantenidas entonces, durante Ir. incorporación por co­
lada de la  masa fundida, a do.;- tem peraturas d ife ren ­
t e s ,  de manere que, en tre  las june r f i c  ie s  de ma­
yor tamaño opuestas en tre  s i  de la  re n d ija  se formó 
un g rad ien te  de tem peraturas. Le tem peratura de una do 
la s  supe n ie le s? 'fu e  en este  caso de aproximadamente 
4CC-O y la  tem peratura do la  su p e rf ic ie  opuesta fue do 
aproximadamente l.lC O -t. En e s ta s  cor dioiones la  maca 
fundida, sol*..ttrj.ncó en una. c s t r e . o t a  oclnnrer con re ­
giones do c r i s ta le s  .icm cris ja lje .e s  (. r  i  en t  a das en lo  
e se n c ia l par-ulela'lente a l  g rad ien te  de tem peraturas.
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Después d e l enfriam ien to , la  p la q u ita  de s i ­
l i c io  -  s in  qu.e hubiera mojado o humedecido a l  molde 
de g ra f i to  -  pudo s e r  r e t i r a d a  del molde. Una delgada 
.capa dol lado de la  p la q u ita  de s i l i c i o ,  que se encon 
tra b a  a l  s o l id i f i c a r  sobro e l  lado c a l ie n te ,  fue e lim l 
nada mediante corrosión . Las p i la s  so la re s  producidas 
a p a r t i r  de la  p laq u ita  do s i l i c i o  segdn un procedimien 
to  conocido ten ían  un grade do rendim iento de 8 a 10; j.

La p resen te  s o l ic i tu d ,  que corresponde a l a  
presen tada en la  Roptíblica F ederal Alemana, e l  28 de 
Febrero de 1975! bajo e l  Ndmero P25 08 803.3, se aco­
ge a lo s  b en e fic io s  d e l A rticu lo  51 del v igente E s ta tu . 
to  sobre Propiedad In d u s tr ia l .

REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva, que 
se presentan  para que sean objeto  de e s ta  s o l ic i tu d  
de Paten te de Invención en España, por TEINIB años,son 
lo s  que se recogen en la s  re iv in d icac io n es s ig u ie n te s :



13 .- Procedimiento para l a  preparación de 
. c r i s ta le s  de s i l i c io  en forma de p lacas con es tru c tu  

ra  columelar estruc tu rada  en d irección  a l  e je  más cor 
to , a base de regiones de c r i s ta le s  m onocristalinos 

5 con o rien tac ió n  c r is ta lo g rá f ic a  p re fe ren te , que t i e ­
nen propiedades semiconductoras, por incorporación por 
colada de una masa fundida de s i l i c io  en un molde apro 
piado y por subsiguiente s o lid if ic a c ió n  en un gradien 
te  de tem peraturas, caracterizado  porque, después de 

10 haber efectuado la  colada de l a  masa fundida de s i l i ­
cio dentro  de un molde de colada de configuración apro 

' piada, de la s  dos su p e rfic ie s  de delim itación  de mayor
tamaSo opuestas en tre  s i  de l a  masa fundida a l  menos una 
e s tá  en contacto con una su p e rfic ie  del molde de co la- 

15 da, teniendo una su p e rfic ie  de contacto con l a  masa
fundida una tem peratura de como máximo 1.2006C, mien­
t r a s  que l a  su p e rfic ie  de delim itación  opuesta de la  
masa fundida e s tá  sometida a una tem peratura más e le­
vada por lo  menos en un v a lo r de 200 a 1.000SC, pero 

20 ' por debajo del punto de fu sión  del s i l i c io  o, en e l ca
so de contacto con o tra  su p e rfic ie  del molde de colada., 
por debajo de como máximo 1.20060.

2 3 .- Procedimiento según la  re iv ind icac ión  
13, caracterizado  porque e l  molde de colada consiste  

25 predominantemente en g ra f i to .
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3 a .-  Procedimiento según la s  re iv in d ic a c io ­
nes la  y/o 2a, ca rac terizad o  porque la  tem peratura de 
l a  masa fundida de s i l i c io  a l  e f e c tu a r .la  colada den­
t ro  del molde de colada es de 1.450 a 1.600SC.

5 4 a .-  Procedimiento según una cualqu iera  de
la s  re iv in d icac io n es  la  a 3-) ca rac terizado  porque a 
l a  masa fundida de s i l i c i o  se añaden, an tes de e fec tu a r  la  
colada, su s tan c ias  ad u lte ran te s  en una cantidad t a l  que 
lo s  c r i s ta le s  de s i l i c i o  contengan de 5 x 10***̂  h as ta  

10 5 x 1 0 ^  átomos de su stan c ia  ad u lte ran te  por centím etro cú
b ico .

5-*** Procedimiento para l a  preparación de c r is  
t a le s  de s i l i c io  en forma dq p lacas .

Tal y como se ha d e sc r ito  en l a  Memoria que an 
15 tecede y con lo s  f in e s  que se han esp ec ificad o .

E sta  Memoria consta de d ie c is ie te  ho jas e s c r i ­
ta s  a máquina por una so la  ca ra .

Madrid, C 9. MAY 1977
P.A

5- 5-77VGD.
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